SOIC
(Small Outline IC)

= Pierwsze obudowy do
montazu powierzchniowego
(ekwiwalent DIP)

= Pierwsze obudowy miaty
odstep miedzy pinami 0.05”

= Wystepuje wiele wariacji
obudow SOIC nazywanych:
SSOP, TSOP, TSSOP itd. o
mniejszym odstepie miedzy
pinami.

Nazwa | Liczba | Odstep | Opis
pindw | miedzy
pinami
[mm]
SOP |8,16,24, | 1.27
28, 32,
40, 44
SSOP 20, 28, | 0.65, Oc?udowa
30,32, | 0.80, odporna
60, 64, 0.95’ na temp.
701 1.00
TSOP(1) | 32,48 0.50 | Pinyna
krotszej
stronie
TSOP(2) | 26(20), 0.50,
26(24),
s | 0.65, |
28(24), | 0.80, |Pinyna
32, 44, 1.27 d’fuzs_ze]
44(40), . stronie
48, 50, obudowy
50(44),
54, 66,
70(64),

70, 86




SOIC - wyglad

— — lr_ P - odstep miedzy pinami
= = P B - szerokos¢ obudowy

F — Wysokos¢ obudowy




